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M E M O RI A D B S C R I  P T I  T A

Correspondiente a la  so lic itu d  de una Patente de Invención que, por 

veinte ados se s o l ic ita  para EspaRa, a favor de la entidad BfDOSTRIAS 

ELECTRONICAS Y ELECTROMECANICAS DE ESPAÍÍA, S^A- -  INELBC, dom iciliada

en Madrid, c a lle  Yelazquez, núm̂  a ? . -  -  - -  - -  - -  - -  -------------- ---  -

p a r
" MEJORA EN LA FABRICACION DE CABLE PLANO BIFILAR "

Scm oono.cidos lo s  actuales cables planos de bajada de antena de 

te le v is ió n  y de frecuencia modulada, formado con dos ooad¿atores met^

í i c o s  cuyo pequeSo dis tanciamiento paralelo y su propio recubrimiento
, !! aislante están conseguidos con una muy delgada lámina de m aterial p íá s j,
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t ic o ,  generalmente obtenida por extrusión. Este cable colgante 

desde altas antenas, que se halla sometido a toda clase  de agen 

tes  atm ósfericos, se averia con bastante rapidez con lo s  consi­

guientes y graves inconvenientes de su, substitución .

E xiste, ciertamente, otro material resisten te  pero más costoso ; 

e l cable coa x ia l, c il in d r ic o  o  e l  b i f i la r  apantallado). Sfrt embargo 

e l  coaxia l tiene e l inconveniente técnico de sus mayores pérdidas 

por su mayor capacidad e lé c tr ica , debida a dicha d isp osic ión  coaxia l 

de sus conductores cercanos entre s i .

Ante uno y  otro: inconvenientes, hemos considerado indispensable 

mente rea liza r  un mejoramiento substancial del primero de lo s  pro­

cedimientos de construcción c itad os, es  decir del que emplea lo a  

conductores p a ra le los , cuya capacidad e lé c tr ic a  e s  muy pequeña por 

la  situación, alegada de dichos conductores. La mejora de l a  inven?- 

ción  ouyo reg istro  como patente de invención se s o l io i ta  s¡&lo repre 

senta un aumento de gasto in s ign ifican te , pero técnicamente conati^ 

tuya una solución  muy importante., hasta e l punto de que e l  resulta, 

do es  un cable que reúne la s  ventajas de cada uno de lo s  dos s is te ­
mas, con la  elim inación de sus respectivos defectos , ya que man­

tiene la  poca capacidad eléatriosf de lo s  planos y  la  duración y her 

meticidad en perfecto  estado de lo s  coaxia les.

La mejora en e l procedimiento de fa bricación  de lo s  actuales ca­

b le s  planos excesivamente fr á g i le s , consiste en completar éstos  con 

una funda obtenida por extrusión de un material p lá s t ico  a islante 

adecuado, que se va superponiendo alrededor de la  ya formada cinta 
plana de p lá stico  que en sus dos bordes longitudinales lle v a  recu­

b iertos  ya lo s  dos conductores m etálicos.

Como se ve en la  figura adjunta, que, con sus tre s  proyecciones 

y  e l  corte en uno de sus extremos, da p erfecta  idea de cómo resu lta  

a l nuevo cab le , éste  se ha lla  constitu ido por una banda compacta y 

aplanada, perfectamente hermética, debido a su material sin  so lu cio -
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nes de continuidad ni espesores d istin tos , y resisten te  a io s  

agentes atm osféricos por la  elegida oalidsd del mismo material* Ade  ̂

más, la  funda por s i  misma tiene e l  grueso su fic ien te  pare r e s is t i r  

tracciones longitudinales que pudieran romper algún conductor o 

producir en e llo s  dobleces agudos*

La funda, -1-* a pesar de s a lir  de la  maquina de extrusión prác­

ticamente en contacto con la  pieza interne, no re so lte  pegada con 

e l la ,  por lo  que se presta, como se ve en la  citada figu ra , a ser 

cortada - 2 -  y dejar v is ib le  y manejable: e l  grupo -3 -  de lo s  dos 

conductores para le los  - 4 - ,  en las operaciones de montaje.

La cubierta aplanada -1 - , sobre todo s i  es blanca, admite toda 

elase.de anotaciones, lo  que es interesante cuando se rea lizan  a l i  

neaciones d is t in ta s  simultaneas* También se comprende que cada 

funda puede rea lizarse  en diferente colocación*

En la s  diversas rea lizaciones de esta mmejora en la  fabricación  

de cable plano h i f i la r  caben pequeñas variantes según sus especia­

le s  ap licaciones, que pueden ser d istin tas de la  aquí citada para 

la s  ba jadas de antena, dentro de lo s  equivalentes técn icos, s in  por 

e l lo  sa lir  de la s  características  que se. reiv indican  a continuación.!

g O T A
EN RESUMEN, la  patente de Invención que, por vein te años se so­

l i c i t a  reg istrar en España, deberá recaer sobe la s  siguientes r e í- ,  

vindicaciones:

' 6o i s . -  Mejora en la  fabricación  de cable plano M il la r ,  careete-

rizada porque depués de terminada la  formación de una cinta h í f i -

la r  compuesta de dos conductores m etálioos mantenidos para le los  por

una delgada lámina de material p lá stico  que a l prápio tiempo lo s

a ís la , se somate de nuevo la  cin ta  a l paso por una segunda máquina 
65 de extrusión dotando a .ésta de una boqu illa  o tobera que rodea, la  

canta deslizante y por la  que a presión se va formando asimismo por 

extrusión de m steriaLplástíco adeouado una funda de espesor conve-
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niente que va saliendo con. la  primera cinta, b i f i la r  a la  que 

70 recubre por completo y  da un aspecto externo de cable aplanado 

l i s o  f le x ib le  e impermeable^

2S+- Mejora en la  fabricación  de cable plano b i f i la r ,  de acuer, 

do con la  reiv in d icación  anterior, caracterizada porque dicha fu& 

da hérmetica resu lta  ajustada sobre toda la  su p erficie  de la  o i -  

tada cinta b i f i la r  plana pero se halla  desprendida enteramente de 

e l la ,  de modo que basta cortar transver salmente un trozo del extre^ 

mo de dicha funda para poder operan con independencia en la  cinta 

interna.

3 * .-  Pbr último se reiv indica  como objeto sobre e l qxe ha de 

go recaer la  presente Patente de Invención que, por veinte años se 

s o l ic i t a  reg istrar en España.-------- --------------------------------------------------

p o r
"  MEJORA EN LA FABRICACION DE CABLE PLANO BIFILAR *

Todo conforme queda expresado en la  presente memoria Descrip­

tiva  que, consté de ouatro h&Jas e scr ita s  a maquina y planos que 

se acompahan*'

Madrid,- 9 de Mayo 1.964 

P*A+,¡í
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